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 )آزمون چشمی( فصل اول

 جلسه اول

 E introduction 

 های آنآیندرمعرفی و آشنایی با بازرسی و ف 

  ( معرفی و آشنایی با بازرسی مخربDestructive testing  یا به اختصار )D.T 

 های معرفی انواع روشD.T 

  ( معرفی و آشنایی با بازرسی غیرمخربNon Destructive Testing یا به اختصار ) N.D.T 

 های معرفی انواع روشN.D.T 

  معرفی کاربردN.D.T هادر صنعت و تأثیر آن بر زندگی روزمره انسان 

  دلایل اهمیتN.D.T 

 هاهای شغلی و فرصتموقعیت 

 معرفی صنایع وابسته 

  معرفی کلی دورهN.D.T و مباحث مورد بحث در آن 

  معرفی سطوحN.D.T 

  در  1شناخت کامل سطحN.D.T 

  در  2شناخت کامل سطحN.D.T 

  در  3شناخت کامل سطحN.D.T 

 های اتصال قطعاتمعرفی روش 

 شناخت کامل اتصال موقت 

 ئمداشناخت کامل اتصال نیمه 

 شناخت کامل اتصال دائم 

 معرفی عوامل مؤثر در انتخاب نوع اتصال 

 های اتصال قطعات بر اساس جنس اتصالمعرفی روش 

 شناخت کامل اتصال شیمیایی 

 شناخت کامل اتصال جوشکاری 

 شناخت کامل اتصال متالورژیکی 

 تعریف جوشکاری 

 معرفی کاربردهای جوشکاری 



 

 اساس منبع تأمین انرژیبندی فرآیندهای جوشکاری بر دسته 

 شناخت کامل فرآیند جوشکاری مکانیکی 

 شناخت کامل فرآیند جوشکاری شیمیایی 

 شناخت کامل فرآیند جوشکاری تشعشعی 

 شناخت کامل فرآیند جوشکاری الکتریکی و انواع آن 

 شناخت کامل فرآیند جوشکاری مقاوتی 

 شناخت کامل فرآیند جوشکاری قوسی 

 معرفی مباحث کنترلی 

 ت کامل مباحث کنترلی قبل از جوشکاریشناخ 

 شناخت کامل مباحث کنترلی در زمان جوشکاری 

 شناخت کامل مباحث کنترلی بعد از جوشکاری 

 آلمعرفی جوش ایده 

 دلایل اهمیت بازرسی جوش 

 شناخت کامل خصوصیات بازرس جوش 

 معرفی خصوصیت دانش بازرسی در بازرس جوش 

 بازرس جوشای در معرفی خصوصیت برخورد حرفه 

 معرفی خصوصیت مهارت شغلی در بازرس جوش 

 معرفی خصوصیت عادات کاری در بازرس جوش 

 های اخلاقی در بازرس جوشمعرفی خصوصیت 

 شناخت کامل ارتباطات بازرس جوش با دیگر کارمندان و اهمیت آن 

 دومجلسه 

 تعریف قوس الکتریکی 

 بررسی دمای قوس الکتریکی و فاکتورهای دخیل در آن 

 معرفی انواع قوس 

 تعریف قوس مصرفی همراه با کلیه نکات مربوطه 

 تعریف قوس غیرمصرفی همراه با کلیه نکات مربوطه 

 بررسی پایداری قوس و عوامل مؤثر در آن 

  معرفی پدیدهArc Blow و اثرات آن 

  جلوگیری از پدیدهArc Blow 



 

  آمپر –بررسی رابطه ولت 

  آمپر –بررسی منحنی ولت 

 معرفی  ولتاژ O.C.V 

 معرفی پیده اتصال کوتاه 

 شناخت کامل دستگاه آمپر ثابت 

 مزایای دستگاه آمپر ثابت 

 معایب دستگاه آمپر ثابت 

 معرفی دستگاه ولتاژ ثابت 

 مزایای دستگاه ولتاژ ثابت 

 معایب دستگاه ولتاژ ثابت 

 های قابل استفاده در فراین جوشکاریجریان 

  مقایسه جریانA.V  وD.C 

  معرفی پدیدهArc Cleaning 

 آموزش و بررسی عوامل مؤثر در نفوذ الکترود مصرفی 

 های جوشکاریمعرفی انواع دستگاه 

 های آنمعرفی دستگاه ترانسفورماتور و کارایی 

 های آنمعرفی دستگاه رکتیفایر و کارایی 

  های آنژنزاتور و کارایی -معرفی دستگاه موتور 

 معرفی پارامترهای مهم در جوشکاری 

  پارامتر( گرمای ورودیHeat Inputو عوامل مؤثر در آن ) 

 مناطق مختلف جوش و قطعه 

 پارامتر شدت تمرکز حرارت و عوامل مؤثر در آن 

 پارامتر نرخ ذوب و عوامل مؤثر در آن 

 پارامتر نرخ رسوب و عوامل مؤثر در آن 

 پارامتر نرخ اتصال و عوامل مؤثر در آن 

 مراه با حل مسائل مربوطهپارامتر سیکل کاری و عوامل مؤثر در آن ه 

 پارامتر میزان رقت و عوامل مؤثر در آن همراه با حل مسائل مربوطه 

 جلسه سوم

 فرایندهای جوشکاری 



 

 ( فرایند جوشکاری الکترود دستیSMAW) 

 دلایل استفاده از دستگاه آمپر ثابت 

 معرفی الکترود 

 نحوه ساخت الکترود 

 وظایف مغزی الکترود 

 ر الکترودانواع الکترود از نظر قط 

 انواع الکترود از نظر جنس هسته 

 وظایف پوشش الکترود 

 هامواد تشکیل دهنده پوشش الکترود و اثرات آن 

 تقسیم بندی الکترودها 

 الکترود سلولزی 

 مواد تشکیل دهنده الکترود سلولزی 

 موارد مصرف الکترود سلولزی 

 مزایا الکترود سلولزی 

 معایب الکترود سلولزی 

 الکترود رتیلی 

 مواد تشکیل دهنده الکترود رتیلی 

 موارد مصرف الکترود رتیلی 

 مزایا الکترود رتیلی 

 معایب الکترود رتیلی 

 الکترود قلیایی 

 مواد تشکیل دهنده الکترود قلیایی 

 موارد مصرف الکترود قلیایی 

 مزایا الکترود قلیایی 

 معایب الکترود قلیایی 

 الکترود اسیدی 

 مواد تشکیل دهنده الکترود اسیدی 

 موارد مصرف الکترود اسیدی 

 مزایا الکترود اسیدی 

 معایب الکترود اسیدی 



 

 اری الکترودهاذونگی نامگچگ 

 های جوشکاریمعرفی انواع موقعیت 

 جلسه چهارم

  هاالکترودنکات مربوط به 

 نگهداری الکترودها 

 عوامل مهم در نگهداری الکترودها 

 رطوبت 

 چربی و آلودگی های دیگر 

  الکترودشکسته شدن پوشش 

 نیم سوز شدن الکترود 

 رطوبت مجاز برای هر یک از انواع الکترودها 

  نوع الکترود مناسب و عوامل دخیل در آن انتخابچگونگی 

  سایز الکترود مناسب و عوامل دخیل در آن انتخابچگونگی 

 طرح اتصال 

 تشریح دقیق تاثیر طرح اتصال بر انتخاب سایز الکترود 

 تصالبخش های مختلف یک هندسه ا 

 Root Face ؟چیست 

 Root Gap چیست؟ 

 Root Pass چیست؟ 

 Hot Pass چیست؟ 

 Filling Pass چیست؟ 

 Cap Pass چیست؟ 

 Bead چیست؟ 

 Layer چیست؟ 

 گرده جوش چیست؟ 

 پنجه جوش چیست؟ 

 Welding Root چیست؟ 

 Root Surface چیست؟ 

 نکات تکنیکی فرآیند SMAW 



 

 آماده سازی قطعات 

 ایمنی 

 تنظیم آمپر 

  جوشکارمهارت 

 مزایا روش SMAW 

 محدودیت های روش SMAW 

 روش GMAW 

 معرفی روش GMAW 

 تجهیزات روش GMAW 

 مواد مصرفی در روش GMAW 

 متغیرهای روش GMAW 

 متدهای مختلف روش GMAW 

 متد قوس کوتاه 

 متد قوس باز 

 متغیرهای تکنیکی روش GMAW 

 حالت تورچ 

 فاصله نازل سیم از سطح کار 

 نتایج گاز محافظ 

 روش GTAW 

 معرفی روش GTAW 

 تجهیزات روش GTAW 

 گازهای مورد استفاده در روش GTAW 

 تفاوت گاز هلیم و آرگون 

 تجهیزات روش GTAW 

 نوع جریان برق مورد نیاز در روش GTAW 

 مواد مصرفی در روش GTAW 

 یتاثیر عناصر آلیاژی در الکترود تنگستن 

 ها و ضخامت های مختلفژلیارسی و چگونگی انتخاب نوع الکترود و نوع جریان برای آرب 

 متغیرهای روش  GTAW 

 نکات تکنیکی روش  GTAW 



 

 شماتیک دستگاه جوش  GTAW 

 فرآیند جوشکاری  Submerged-Arc Welding 

 پنجمجلسه 

 ها جوش بر اساس استاندارد وضعیتA.W.S ایدر جوش صفحه 

  وضعیت تخت یاFlat  1و یاG 

  وضعیت افقی یاHorizontal  2و یاG 

  وضعیت عمودی یاVertical  3و یاG 

  وضعیت بالای سر یاOverhead  4و یاG 

 ها جوش بر اساس استاندارد وضعیتA.W.S ایدر جوش لوله 

  وضعیت تخت یاFlat  1و یاG 

  وضعیت افقی یاHorizontal  2و یاG 

  وضعیت عمودی یاVertical  3و یاG 

  وضعیت بالای سر یاOverhead  4و یاG 

  یا وضعیت دوارMultiple  5و یاG 

  6وضعیتG 

 ها جوش بر اساس استاندارد وضعیتA.W.S  در جوشFillet 

  وضعیت تخت یاFlat  1و یاF 

  وضعیت افقی یاHorizontal  2و یاF 

  وضعیت عمودی یاVertical  3و یاF 

  وضعیت بالای سر یاOverhead  4و یاF 

 موارد مورد نیاز به بررسی قبل از جوشکاری 

 نیاز به بررسی در حین  جوشکاری موارد مورد 

 موارد مورد نیاز به بررسی بعد از جوشکاری 

 ( گزارش نویسی و برگه گزارشReport) 

 ( موارد لازم به ذکر در برگه گزارشReport) 

 هابررسی محدوده پزیرش ناپیوستگی 

 اچگونگی خواندن و استفاده از استاندارده 

 ششمجلسه 

 تعریف لغوی اتصال 



 

  جوشکاری همراه با مثالتعریف جوش و 

 های قرارگیری قطعات در کنار هممعرفی مدل 

 ( مدل سر به سرBot Jointهمراه با مثال و تصویر ) 

 مدل گوشه( ایCorner Jointهمراه با مثال و تصویر ) 

 ( مدل سپریT Jointهمراه با مثال و تصویر ) 

 ( مدل روی همLap Jointهمراه با مثال و تصویر ) 

 مدل لبه( ایEdge Jointهمراه با مثال و تصویر ) 

 ( مدل فرعی لبه برگشتهFlangeو مدل فرعی وصله )( ایSplaysiهمراه با مثال و تصویر ) 

 سازیمعرفی انواع لبه 

 لبه( سازی گونیاییSquer Edge Shapeهمراه با تصویر ) 

 لبه( سازی پخSingle Bevelهمراه با تصویر ) 

 لبه( سازی پخ دوبلDouble Bevelهمراه با تصویر ) 

 سازی لبهJ (Single Jهمراه با تصویر ) 

 سازی لبهJ ( دوبلDouble Jهمراه با تصویر ) 

 سازی لبهFlangi همراه با تصویر 

 سازی گرد همراه با تصویرلبه 

 معرفی انواع جوش 

 ( جوش شیاریGroveهمراه با تصویر ) 

 ( جوش نبشیFilletهمراه با تصویر ) 

 جوش پشت( بندBackingهمراه با تصویر ) 

 ( جوش پشتیBackهمراه با تصویر ) 

  جوشStod همراه با تصویر 

  جوشSpod همراه با تصویر 

  جوشProjection همراه با تصویر 

 ( جوش نواریSeamهمراه با تصویر ) 

 جوش لبه( ایEdgeهمراه با تصویر ) 

 علائم جوشکاری ، نحوه نوشتن ، خواندن و استفاده 

  همراه با شکل و مثالمعرفی اولیه 

 خط مرجع و نحوه استفاده از آن همراه با مثال و تصویر 

 خط مرجع چندگانه و نحوه استفاده از آن همراه با مثال و تصویر 



 

 علائم آماده سازی سطحی جوش و نحوه استفاده از آن همراه با مثال و تصویر 

 فلش و نحوه استفاده از آن همراه با مثال و تصویر 

 ه و نحوه استفاده از آن همراه با مثال و تصویرفلش چندگان 

 فلش شکسته و نحوه استفاده از آن همراه با مثال و تصویر 

 ( دمTailو نحوه استفاده از آن همراه با مثال و تصویر ) 

 هفتمجلسه 

 نشانه( های مکملSupplementary symbol) 

 ی مکمل نشانهWeld All Around چیست 

 ی مکمل نقشه خوانی نشانهWeld All Around 

 ی مکمل نشانهField Weld چیست 

 ی مکمل نقشه خوانی نشانهField Weld 

 ی مکمل نشانهMelt Though چیست 

 ی مکمل نقشه خوانی نشانهMelt Though 

 ی مکمل نشانهBacking چیست 

 ی مکمل نقشه خوانی نشانهBacking 

 ی مکمل نشانهSpacer چیست 

 ی مکمل نقشه خوانی نشانهSpacer 

 ی مکمل نشانهBacking چیست 

 ی مکمل نقشه خوانی نشانهBacking 

 ی مکمل نشانهBacking چیست 

 ی مکمل نقشه خوانی نشانهBacking 

 ی مکمل شیوه نقشه کشی نشانهBacking 

 ی مکمل نکات در طرج اتصال برای نشانهBacking 

 ی مکمل دسترسی به سطح پایانی چیستنشانه 

 ی مکمل دسترسی به سطح پایانینی نشانهنقشه خوا 

 ی مکمل مکمل دسترسی به سطح پایانیشیوه نقشه کشی نشانه 

  معرفی جوش شیاریGrove 

 جوش نفوذ کامل 

 جوش نفوذ ناقص 



 

  انواع جوشGrove 

  نوعSquare 

  نوعScarf 

  نوعV 

  نوعBevel 

  نوعU 

  نوعJ 

  نوعFlare - V 

  نوعFlare – Bevel 

 انتخاب نوع و طرح اتصال مورد نیاز نکات مورد نیاز برای 

 سایز جوش و علامت آن 

 نقشه خوانی سایز جوش 

 عمق جوش و علامت آن 

 نقشه خوانی عمق جوش 

 زاویه پخ جوش و علامت آن 

 نقشه خوانی زاویه پخ جوش 

 عمق پخ و علامت آن 

 نقشه خوانی عمق پخ 

  زاویه پخ، عمق جوش، عمق پخ و سایز جوش در جوشFlair 

  ای گوشهمعرفی جوشFillet 

 هشتمجلسه 

 هاادامه مبحث هندسه جوش 

 ( شناخت کامل هندسه جوش نبشیFilletبه همراه تصویر و مثال ) 

 ( شناخت کامل پارامترهای جوش نبشیFilletبه همراه تصویر و مثال ) 

 آموزش نقشه( خوانی جوش نبشیFilletبه همراه تصویر و مثال ) 

 راه تصویر و مثالشناخت کامل جوش نبشی منقطع به هم 

  ترکیب جوشGrove+Fillet به همراه تصویر و مثال 

 خوانی آموزش نقشهGrove+Fillet به همراه تصویر و مثال 

 ( شناخت کامل جوش پشتیBack Weld( و پشتبند )Backing Weld) 



 

 خوانی جوش پشتی و پشتبندآموزش نفشه 

 مقایسه جوش پشتی و پشتبند 

 ( شناخت کامل جوش سطحیSurface Weld) 

 ( دلایل جوش سطحیSurface Weld) 

 ( معرفی انواع جوش سطحیSurface Weld) 

 ( شناخت کامل نوع تصحیح ابعادیBuild Up) 

  شناخت کامل نوعBothering 

 ( شناخت کامل نوع سخت کاری سطحیHard Facing) 

  شناخت کامل نوعClading 

 خوانی جوش سطحیآمورش نقشه 

  شناخ کامل جوشPlug Weld  وSlot Weld 

  آموزش نقشه خوانی جوشPlug Weld  وSlot Weld 

 شناخت کامل جوش زائده( ایStud weld) 

 خوانی جوش زائدهآموزش نقشه( ایStud weld) 

 شناخت کامل جوش نقطه( ایSpot weld) 

 خوانی جوش نقطهآموزش نقشه( ایSpot weld) 

 ( شناخت کامل جوش نواریSeam weld) 

 خوآموزش نقشه( انی جوش نواریSeam weld) 

 شناخت کامل جوش لبه( ایEdge weld) 

 خوانی جوش لبهآموزش نقشه( ایEdge weld) 

 نهمجلسه 

 تشناخت کامل ناپیوس( گیdiscontinuityو انواع آن ) 

 ( ناپیوستگی خطیLinear) 

 ( ناپیوستگی گردRound) 

 عوامل بحرانی بودن ناپیوستگی 

 حد پذیرش ناپیوستگی 

 شناخت ک( امل عیبDefectو انواع آن ) 

  معرفی عیوب بر اساس استانداردAWS B.1 . 11 

  معرفیPorosity  و انواع آن 



 

  معرفیInclusion و انواع آن 

  معرفیIncomplete fusion (LOFو انواع آن ) 

  معرفیIncomplete Join Penetration (LOPو انواع آن ) 

  معرفیUnder Cut و انواع آن 

  معرفیUnder Fill و انواع آن 

 شناخت کامل عیب ترک 

 عوامل مؤثر در تقسیم بندی ترک 

 های ایجاد ترکمکانیزم 

 انواع ترک بر اساس محل وجود ترک 

 انواع ترک بر اساس شکل و جهت آن 

  تعریف ترک بر اساس استانداردAWS B.1 .11 

 ( ترک طولیLongitudinal) 

 ترک عرضی 

 ( ترک چاله جوشCrater Crack) 

 ترک گلو ( ییThroat Crack) 

 ( ترک پنجه جوشToe Crack) 

 ترک زیردانه( ایUnder Bead) 

 ( ترک ریشه جوشRoot Crack) 

 ترک پارگی لایه( ایLaminar Crack) 

  شناخت کاملUnder Cut همراه با مثال و تصویر 

  دلایل ایجادUnder Cut 

  حد پذیرشUnder Cut 

  شناخت کاملL.O.P همراه با مثال و تصویر 

 لایل ایجاد دL.O.P 

  حد پذیرشL.O.P 

  شناخت کاملL.O.F همراه با مثال و تصویر 

  دلایل ایجادL.O.F 

  حد پذیرشL.O.F 

  شناخت کاملInclusion همراه با مثال و تصویر 

  دلایل ایجادInclusion 



 

  حد پذیرشInclusion 

  شناخت کاملInclusion همراه با مثال و تصویر 

  دلایل ایجادInclusion 

  حد پذیرشInclusion 

  شناخت کاملUnder Fill همراه با مثال و تصویر 

  دلایل ایجادUnder Fill 

  حد پذیرشUnder Fill 

  شناخت کاملOver Lap همراه با مثال و تصویر 

  دلایل ایجادOver Lap 

  حد پذیرشOver Lap 

  شناخت کاملSeam  وLap همراه با مثال و تصویر 

  دلایل ایجادSeam  وLap 

 پذیرش  حدSeam  وLap 

  شناخت کاملExcessive Reinforcement همراه با مثال و تصویر 

  دلایل ایجادExcessive Reinforcement 

  حد پذیرشExcessive Reinforcement 

  شناخت کاملImproper Reinforcement همراه با مثال و تصویر 

  دلایل ایجادImproper Reinforcement 

  حد پذیرشImproper Reinforcement 

  شناخت کاملSpatter همراه با مثال و تصویر 

  دلایل ایجادSpatter 

  حد پذیرشSpatter 

  شناخت کاملArc Strike همراه با مثال و تصویر 

  دلایل ایجادArc Strike 

  شناخت کاملExcess Penetration همراه با مثال و تصویر 

  دلایل ایجادExcess Penetration 

  شناخت کاملBurn Through همراه با مثال و تصویر 

  دلایل ایجادBurn Through 

  شناخت کاملOxidized Root همراه با مثال و تصویر 

  دلایل ایجادOxidized Root 



 

  شناخت کاملMisalignment همراه با مثال و تصویر 

  دلایل ایجادMisalignment 

  شناخت کاملCutting Edge همراه با مثال و تصویر 

 دلایل ایجاد Cutting Edge 

  شناخت کاملLamination همراه با مثال و تصویر 

  دلایل ایجادLamination 

 دهمجلسه 

 ی استفاده از آنهای جوشکاری و شیوهآموزش کامل گیج 

  شناخت کامل گیجCambridge همراه با تصویر و نمونه واقعی 

  آموزش استفاده از گیجCambridge با مثال عملی 

  شناخت کامل گیجMulti-Function  همراه با تصویر و نمونه واقعی 

  آموزش استفاده از گیجMulti-Function با مثال عملی 

  شناخت کامل گیجGap همراه با تصویر و نمونه واقعی 

  آموزش استفاده از گیجGap با مثال عملی 

  شناخت کامل گیجFillet همراه با تصویر و نمونه واقعی 

  آموزش استفاده از گیجFillet با مثال عملی 

  شناخت کامل گیجAWS/Palmgren همراه با تصویر و نمونه واقعی 

  آموزش استفاده از گیجAWS/Palmgren با مثال عملی 

  شناخت کامل گیجHi-Low همراه با تصویر و نمونه واقعی 

  آموزش استفاده از گیجHi-Low با مثال عملی 

  شناخت کامل گیجSingle Purpose  همراه با تصویر و نمونه واقعی 

  آموزش استفاده از گیجSingle Purpose با مثال عملی 

  شناخت کامل گیجAdjustable Fillet همراه با تصویر و نمونه واقعی 

  آموزش استفاده از گیجAdjustable Fillet با مثال عملی 

  شناخت کامل گیجWTPS همراه با تصویر و نمونه واقعی 

  از گیج آموزش استفادهWTPS با مثال عملی 

  شناخت کامل گیجV-WAC همراه با تصویر و نمونه واقعی 

  آموزش استفاده از گیجV-WAC با مثال عملی 

  شناخت کامل گیجSkew-T Fillet همراه با تصویر و نمونه واقعی 



 

  آموزش استفاده از گیجSkew-T Fillet با مثال عملی 

  شناخت کامل گیجPipe-Pit ویر و نمونه واقعیهمراه با تص 

  آموزش استفاده از گیجPipe-Pit با مثال عملی 

  شناخت کامل گیجMini Sub Soclet همراه با تصویر و نمونه واقعی 

 شناخت کامل آینه بازرسی همراه با تصویر و نمونه واقعی 

 آموزش استفاده از آینه بازرسی با مثال عملی 

 نه واقعیشناخت کامل گچ حرارتی همراه با تصویر و نمو 

 آموزش استفاده از گچ حرارتی با مثال عملی 

 یازدهمجلسه 

 معرفی اولیه آزمون چشمی 

 های انواع روشN.D.T 

 معرفی اولیه تست مایعات نافذ 

 ساز و کار تست مایعات نافذ 

 مراحل و ترتیب انجام تست مایعات نافذ 

 های تست مایعات نافذ بر اساس شیوه زدودن مایع نافذانواع روش 

  روشSolvent Removable 

  مزایا روشSolvent Removable 

  معایب روشSolvent Removable 

  روشWater Washable 

  مزایا روشWater Washable 

  معایب روشWater Washable 

  روشPost Emulsified 

  مزایا روشPost Emulsified 

  معایب روشPost Emulsified 

 شماتیک انجام مراحل تست 

 هاتست مایعات نافذ بر اساس قابلیت مشاهده ناپیوستگیهای انواع روش 

 روش مرئی 

 مزایا روش مرئی 

 معایب روش مرئی 



 

  روشFluorescent 

  مزایا روشFluorescent 

  معایب روشFluorescent 

 مزایای کلی تست مایعات نافذ 

 معایب کلی تست مایعات نافذ 

 معرفی اولیه تست ذرات مغناطیسی 

 طیسیساز و کار تست ذرات مغنا 

 مراحل و ترتیب انجام تست ذرات مغناطیسی 

 تعریف میدان مغناطیسی 

 دلیل ایجاد شدن میدان مغناطیسی 

 انواع میدان مغناطیسی 

 پدیده نشت شار مغناطیسی 

 های انجام تست ذرات مغناطیسیروش 

 های دوارروش میدان 

 طولی روش میدان 

 های مختلف تست ذرات مغناطیسیدشته بندی 

 دوازدهمجلسه 

 ( معرفی تست ذرات مغناطیسیM.T) 

 پدیده پیزوالکتریک 

 لامپ اشعه کاتدی 

 پارامترهای نوسان 

 فرکانس 

 طول موج 

 دامنه 

 معرفی انواع موج صوتی 

 آموزش رسیدن به فرکانس دلخواه 

 ( موج صوتی طولی یا فشاریLongitudinal) 

 ( موج صوتی عرضی یا برشیTransverse) 

  مثالسرعت موج صوتی همراه با فرمول و 



 

 انواع ارسال، برخورد و بازتاب صوت 

 ( برخورد عمودNormal) 

 برخورد زاویه( ایAngular) 

 چگونگی تولید صوت طولی و عرضی 

 بررسی صوت در قطعه نسبت به پروب 

 پارامتر دسته پرتو 

 ( معرفی آزمون اولتراسونیکU.T) 

 ( روش تماسیContact Technique) 

  روشPulse Echo 

  روشThrough Transmission 

  روشTenda and Delta 

 ( روش غیر تماسیNon Contact) 

  روشImmersion 

 انواع پروب 

 پروب نرمال به همراه تصاویر و مثال 

 ای به همراه تصاویر و مثالپروب زاویه 

  مراحل انجام تستU.T 

  مزایا روشU.T 

 های روش محدودیتU.T 

 ( معرفی تست رادیوگرافیR.T) 

  چگونگی تولید اشعهX به همراه شیوه استفاده از آن 

  چگونگی تولید اشعهγ به همراه شیوه استفاده از آن 

 مراحل انجام تست رادیوگرافی 

 های رادیوگرافیتکنیک 

 Single wall – Single Image (Film Inside – Source Outside) 

  شماتیک روشSingle wall – Single Image (Film Inside – Source Outside) 

 Single wall – Single Image -Panoramic (Film Outside – Source Inside) 

  شماتیک روشSingle wall – Single Image -Panoramic (Film Outside – Source Inside) 

 Double wall – Single Image (Film Outside – Source Outside) 

  شماتیک روشDouble wall – Single Image (Film Outside – Source Outside) 



 

 Double wall – Double Image (Film Outside – Source Outside) 

  شماتیک روشDouble wall – Double Image (Film Outside – Source Outside) 

  تفسیر فیلمR.T همراه با تصویر 

  مقایسه روشU.T  وR.T 

  مزایا روشR.T 

  معایب روشR.T 

 ( معرفی روش جریان گردابیEddy Current) 

 راکتانس 

 آمپدانس 

 شیوه استفاده در صنعت هوایی 

 

 جلسه سیزدهم

 ( معرفی آزمون مخربD.T) 

  زمان استفاده ازD.T 

 خواص مکانیکی مهم در فلزات 

 ( استحکامStrength) 

 تنش چیست 

 کرنش چیست 

  کرنش –دیاگرام تنش 

 خاصیت الاستیک 

 خاصیت پلاستیک 

 ( انعطاف پذیریDuctility) 

 فلزات نرم 

 زات تردفل 

 ( سختیHardness) 

 ( چقرمگیToughness) 

 تست کشش به همراه تصویر و مثال 

 تست سختی سنجی و انواع آن 

 تست ضربه و انواع آن 



 

 نوع شارپی 

 نوع ایزود 

 تست سلامت 

 تست خمش 

 تست خستگی 

 تست تنش برشی 

 عوامل مؤثر بر خواص مکانیکی فلزات 

  فلزات به همراه تصاویرتغیر ترکیب شیمیایی و اثر آن بر خواص مکانیکی 

 عملیات حرارتی و اثر آن بر خواص مکانیکی فلزات به همراه تصاویر 

 عملیات مکانیکی و اثر آن بر خواص مکانیکی فلزات به همراه تصاویر 

 عناصر آلیاژی و اثر آن بر خواص مکانیکی فلزات به همراه تصاویر 

 معرفی آلیاژسازی 

 تقسیم بندی فلزات آهنی و غیر آهنی 

 واع فولادهای کربنیان 

 ( فولاد کم کربنLow Carbon Steel) 

 ( فولاد کربن جزئیMild Carbon Steel) 

 ( فولاد کربن متوسطMedium Carbon Steel) 

 ( فولاد پر کربنHigh Carbon Steel) 

 فولادهای ضد زنگ و انواع آن 

 هاعناصر آلیاژی و اثرات آن 

 کربن و اثر آن بر خواص مکانیکی و فیزیکی 

 فر و اثر آن بر خواص مکانیکی و فیزیکیفس 

 گوگرد و اثر آن بر خواص مکانیکی و فیزیکی 

 سیلیسیم و اثر آن بر خواص مکانیکی و فیزیکی 

 منگنز و اثر آن بر خواص مکانیکی و فیزیکی 

 کروم و اثر آن بر خواص مکانیکی و فیزیکی 

 مولیبدن و اثر آن بر خواص مکانیکی و فیزیکی 

  آن بر خواص مکانیکی و فیزیکیآلمینیوم و اثر 

 نیکل و اثر آن بر خواص مکانیکی و فیزیکی 

 وانادیوم و اثر آن بر خواص مکانیکی و فیزیکی 



 

 نایوبیوم و اثر آن بر خواص مکانیکی و فیزیکی 

 گازهای حل شده و اثر آن بر خواص مکانیکی و فیزیکی 

 معرفی ساختار کریستالی عناصر 

 زاتاثر حرارت بر انرژی داخلی فل 

 انجماد فلزات 

 انواع ساختار کریستالی 

  ساختارFCC 

  ساختارBCC 

  ساختارBCT 

  ساختارHCP 

 خاصیت آلوتروپی 

 های دوتاییسیستم 

  کربن –دیاگرام آهن 

 معرفی فاز میانی 

 فاز آستنیت 

 فاز فریت 

 فاز آستنیت + فریت 

 فاز پرلیت 

 فاز آستنیت + سمنتیت 

  کربن –دمای بحرانی در دیاگرام آهن 

  مارتنزیتفاز 

 عملیات حرارتی در فولادها 

 کربن معادل، اثر آن و شیوه حساب کردن آن به همراه مثال عددی 

 جلسه چهاردهم

 بازرس جوش فیوظا 

 یبازرس جوش قبل از جوشکار  فیوظا 

 یجوشکار  نیبازرس جوش در ح فیوظا 

 یبازرس جوش بعد از جوشکار  فیوظا 

 یها نقشه (Drawings) 



 

 کدها (Code) 

 آن ها ییاجرا نهیمعروف و زم یاز کدها یبرخ یبررس 

 و نکات آن ستیچ یجوشکار  دستورالعمل 

 یدستورالعمل جوشکار  دییتأ 

 یدستورالعمل جوشکار  دییتأ یها روش 

 دییتأ روند WPS نمونه یانجام آزمون بر رو لهیبه وس 

 یفرم دستورالعمل جوشکار  نمونه 

 یپر کردن دستورالعمل جوشکار  یچگونگ 

 Variable نواع آن هاها و ا 

 مهم در مورد  نکاتWPS 

 در  راتیتغ جادیا یچگونگWPS 

 فرم  نمونهPQR  یجوشکار 

  



 

 )آزمون ذرات مغناطیسی( فصل دوم

 جلسه اول

 ( معرفی آزمون ذرات مغناطیسیMagnetic Particle Testing) 

 عمق قابل استفاده 

  اصول روشM.T 

  تاریخچه روشM.T 

 آشنایی با خواص مغناطیسی 

  ساختار اتمآشنایی با 

 Domain مغناطیسی در ساختار ماده 

 گیری چگونگی جهتDomain ها 

 چگونگی مغناطیس کردن 

 چگونگی باقی ماندن مغناطیس در قطعه 

 تئوری خطوط مغناطیسی 

 خطوط میدان مغناطیسی و خواص آن 

 شار مغناطیسی 

 چگالی شار مغناطیسی 

 دسته بندی مواد بر اساس خواص مغناطیس شدن 

 ناطیسمواد دایا مغ 

 موتر فرومغناطیس 

 نمودار چگالی شار مفناطیسی به شار برای مواد مغناطیسی و دیامغناطیس و فرو مغناطیس 

 مواد مغناطیسی و دیامغناطیس و فرو مغناطیس در جدول تناوبی 

 ( نفوذ پزیری موادPermeability) 

  مقایسه مواد مغناطیسی و دیامغناطیس و فرو مغناطیس برو روی نمودارRetentive- Permeability 

 دسته بندی مواد فرو مغناطیس 

 مواد فرو مغناطیس  ( نرمSoftو خصوصیات ) 

 مواد فرو مغناطیس  ( تردHardو خصوصیات ) 

 مقایسه مواد ترد و نرم 

 نگهداشت مغناطیسی 



 

  ارتباطRetentivity  باPermeability 

 هیسترزیس مغناطیسی 

 ( منحنی بکرVirgin Curve) 

  معرفی استانداردEni so 9934-1 

 نشت شار مغناطیسی 

 دلیل نشت شار مغناطیسی 

 اثر ناپیوستگی در نشت میدان 

 عمق ناپیوستگی و اثر آن در نشت میدان به همراه تصویر 

 جهت ناپیوستگی و اثر آن در نشت میدان به همراه تصویر 

 شکل ناپیوستگی و اثر آن در نشت میدان به همراه تصویر 

 پیوستگی و اثر آن در نشت میدان به همراه تصویرسایز نا 

 نفوذ پذیری میدان مغناطیسی ماده 

 میزان میدان مغناطیسی ماده 

 جلسه دوم

 یوک چیست 

 معرفی انواع ذرات استفاده شده 

 ( ذرات خشکDry) 

 ( ذرات ترWet) 

 خصوصیات اصلی ذرات مغناطیسی 

  خصوصیات تأثیر گذار بر تشکیلIndication 

 خشک خصوصیات ذرات 

 بهترین جریان برای ذرات خشک و دلایل آن 

 محدودیت و مشکلات روش ذرات خشک 

 مزایای استفاده از ذرات خشک 

 خصوصیات اصلی ذرات تر 

 مزایای استفاده از ذرات تر 

 محدودیت استفاده از ذرات تر 

 مقایسه ذرات تر و خشک 

 ها گوناگون انجام آزمون روشM.T بر اساس اعمال میدان و ذرات 



 

  روش پسماندResidual 

  مزایای روش پسماندResidual 

  معایب روش پسماندResidual 

  روش پیوستهContinuous 

  مزایای روش پیوستهContinuous 

  معایب روش پیوستهContinuous 

 ها گوناگون انجام آزمون روشM.T بر اساس نور و کنتراست 

 ( روش نور مرئیVisible) 

  روشFluorescent 

 مختلف نورهای فرکانس 

  انواع اشعهU.V 

  فلوئورسنتFluorescent 

  منابع تولیدU.V 

 لامپ بخار جیوه 

  منابع تولیدL.E.D 

 های آنمعرفی واحد سنجش نور مرئی و حداقل 

 های کالیبراسیونبلوک 

  بلوکGauss Meter 

  بلوکBetz Ring 

  بلوکPie Gauge 

  بلوکArtificial Flow Shims 

  مغناطیس زداییDemagnetization 

 دلایل مغناطیس زدایی 

 های مختلف مغناطیس زداییروش 

 حرارت دهی تا دمای کوری یا بالاتر 

 دمای کوری چیست 

 مغناطیس زدایی با جریان متناوب 

 مغناطیس زدایی با جریان مستقیم 

 علائم حاصل از آزمون ذرات مغناطیسی 

 علائم درست 



 

 علايم غلط 

  علايمRelevant 

 رات مغناطیسیکاربرد آزمون ذ 

  مزایای روشM.T 

  معایب روشM.T 

 جلسه سوم

 کارگاه عملی تست ذرات مغناطیسی 

  یادآوری مباحث آزمونM.T 

 بلوک کالیبراسیون روش یوک آزمون ذرات مغناطیسی 

 موارد مورد نیاز قبل از انجام آزمون 

 معرفی اسپری های مورد استفاده در روش یوک 

 ( اسپری کنتراستwhite contrast paint) 

 ( دلیل استفاده از اسپری کنتراستwhite contrast paint) 

 ( اسپری ذرات مغناطیسی یا جوهرInk) 

 ( خواص و ساختار اسپری ذرات مغناطیسی یا جوهرInk) 

 ( اسپری ذرات مغناطیسی فلوئورسنتFluorescent Ink) 

 ( خواص و ساختار اسپری ذرات مغناطیسی فلوئورسنتFluorescent Ink) 

 اشعه فرابنفش لامپ 

 دستگاه یوک 

 اجزای دستگاه یوک 

 شیوه صحیح اعمال میدان مغناطیسی بر روی قطعه 

 تست دستگاه یوک با استفاده از بلوک کالیبراسیون 

 ( اسپری تمیز کنندهCleaner) 

 Pie Gauge 

  شیوه استفاده ازCleaner 

 ( شیوه استفاده از اسپری کنتراستwhite contrast paint) 

 چگونگی انجا( م تست و استفاده از اسپری ذرات مغناطیسی یا جوهرInk) 

 چگونگی مشاهده و ارزیابی نشانه ها 

  نکات مورد نیاز برای انجام تست ذرات مغناطیسی در شرایطFluorescent 



 

  استفاده ازPie Gauge 

 ( چگونگی انجام تست و استفاده از اسپری ذرات مغناطیسی فلوئورسنتFluorescent Ink) 

  



 

 )آزمون مایعات نافذ( سومفصل 

 جلسه اول

 آشنایی اولیه با آزمون مایعات نافذ 

 مزایای روش آزمون مایعات نافذ 

 مواد قابل تست در این روش 

 خاصیت موئینگی 

  تاریخچه تستP.T 

  ترتیب انجامP.T 

 تمیزکاری اولیه 

 اعمال مایه نافذ 

 زماندهی جهت نفوذ کامل 

 زوددن مایع نافزد اضافی 

  آشکارسازاعمال 

 زماندهی برای آشکارسازی 

 تفسیر 

 تمیزکازی مناسب چیس و دلایل آن 

 آلودگی چیست 

 دسته بندی انواع آلودگی 

 های رفع آلودگیروش 

 های رفع آلودگی که نباید استفاده کرد و دلایل آنروش 

 ملاحضات مورد نیاز تمیزکاری 

 مایع نافذ 

 خواص مایع نافذ 

 معرفی خواهص فیزیکی مایع نافذ 

 ها و مثالش سطحی به همراه فرمولکش 

 ها و مثالخاصیت موئینگی به همراه فرمول 

 ها و مثالخاصیت ترکنندگی به همراه فرمول 

 ها و مثالزاویه تماس بین سیال و جامد به همراه فرمول 



 

 های اعمال مایع نافذروش 

 روش اسپری کردن 

 روش برس زنی 

 روش غوطه وری 

 روش نیمه غوطه وری 

 روش ریختن 

 روش اسپری الکترواستاتیک 

 انواع مایع نافذ بر اساس نحوه زدودن مایع نافذ اضافی 

 Water Washable 

 Post-Emulsifiable 

 Solvent Removable 

  انواعDwell Time 

 زمان نفوذ 

 زمان آشکارسازی 

 زمان معلق سازی 

  عوامل مؤثر برDwell Time 

 دما 

 جنس قطعه 

 فرآیند تولید قطعه 

 نوع عیب مورد نظر 

 نوع مایع نافذ 

 زدودن مایع نافذ 

 عوامل مؤثر در انتخاب نوع نافذ بر اساس نحوه زدودن مایع نافذ 

  مراحل روشSolvent Removable 

  مراحل روشWater Washable 

  مراحل روشPost Emulsified-Lipophilic 

  مراحل روشPost Emulsified-Aydrophilic 

 جلسه دوم

  مزایای روشSolvent Removable 



 

  محدودیت روشSolvent Removable 

  مزایای روشWater Washable 

  محدودیت روشWater Washable 

  مزایای روشPost Emulsified 

  محدودیت روشPost Emulsified 

 نکات مربوط به آزمون مایعات نافذ 

  خشک کردن پس از زدودن مایع نافذ در روشWater Washable 

 روش  خشک کردن پس از زدودن مایع نافذ درPost Emulsified 

  خشک کردن پس از زدودن مایع نافذ در روشSolvent Removable 

 ( آشکار سازیDeveloping) 

 Developer و شیوه اعمال آن 

  نکات مورد توجه برای اعمالDeveloper 

  خواصDeveloper 

  انواعDeveloper 

  نسبت حساسیت بین انواعDeveloper 

 اساس نوع مایع نافذ دسته بندی آزمون مایعات نافذ بر 

 Color Contrast 

 Fluorescents 

  منابع تولید نورUV 

 لامپ های بخار جیوه 

  لامپ هایLED 

  نشانه های قابل مشاهده در تستPT 

 False Indication 

 Non-Relevant Indication 

 True Indication 

 کنترل کیفیت مواد نافذ 

 جلسه سوم

 نافذ عاتیآزمون ما یکارگاه عمل 

 نافذ عاتیمباحث آزمون ما یادآرور ی 



 

 نافذ عاتیتست ما یها یاسپر  یمعرف 

  پاک کننده یاسپر  (Cleaner) 

  نافذ عیما یاسپر  (Penetrant) 

  آشکار ساز یاسپر  (Developer) 

 مورد توجه قبل از شروع آزمون نکات 

 یآزمون در نور مرئ انجام 

 نافذ عیما اعمال 

 نافذ عینفوذ ما یبرا یده زمان 

 نافذ عیما زدودن 

 آشکار ساز اعمال 

 نشانه ها جادیا یچگونگ  

 نشانه ها ریتفس 

 نافذ عیما اعمال 

 فلئورسنت طیآزمون در شرا انجام 

 نافذ عینفوذ ما یبرا یده زمان 

 نافذ عیما زدودن 

 آشکار ساز اعمال 

 نشانه ها جادیا یچگونگ  

 نشانه ها ریتفس  



 

 )آزمون التراسونیک، فراصوت( فصل چهارم

 جلسه اول

 آشنایی اولیه با آزمون التراسونیک 

 تاریخچه آزمون التراسونیک 

 دلایل برتری امواج فراصوت به امواج صوتی معمولی 

 حرکت نوسانی 

 مفهوم نوسان 

 نوسان و فرمول های آن 

 دامنه نوسان 

 حل مسائل مربوط به نوسان 

 طیف آکوستیک 

 دامنه شنوایی 

 ( الاستیسیتهElasticity( و صلبیت )Rigidity) 

 مودهای انتسار صوت 

 ( امواج طولیLongitudinal  Wave) 

 ( شیوه انتشار امواج طولیLongitudinal  Wave) 

 ( امواج عرضیShear Wave) 

 ( شیوه انتشار امواج عرضیShear Wave) 

 ( امواج سطحیSurface Wave) 

 ( شیوه انتشار امواج سطحیSurface Wave) 

 ( امواج خزشیCreeping Wave) 

 شیوه انتشار ( امواج خزشیCreeping Wave) 

 ( امواج بشقابیPlate Wave) 

 ( شیوه انتشار امواج بشقابیPlate Wave) 

 موج متقارن بشقابی 

 موج غیرمتقارن بشقابی 

 مقایسه امواج بشقابی، خزشی، سطحی، عرضی و طولی 

 سرعت امواج صوتی به همراه فرمول 



 

 چند مثال از سرعت صوت در محیط های مختلف 

 و صوت ضربانی صوت پیوسته 

 پارامترهای تاثیر گذار بر حرکت صوت در محیط 

 پدیده های مرتبط با حرکت صوت 

  پدیدهReflection 

  پدیدهMode Conversion 

  پدیدهDiffraction 

  پدیدهResonance 

  پدیدهAttenuation 

 رفتار صوت در برخورد عمود 

 امپدانس آکوستیک به همراه فرمول و مسائل مربوطه 

  بازتابش صوت به همراه فرمول و مسائل مربوطهضریب 

 ضریب عبور صوت به همراه فرمول و مسائل مربوطه 

 رفتار صوت در برخورد زاویه ای 

 بررسی میزان عبور صوت و انعکاس آن در برخورد زاویه ای 

 جلسه دوم

  قانونSnell 

  پارامترهای قانونSnell 

 فرمول به همراه حل مسئله 

 مول به همراه حل مسئلهزاویه بحرانی اول و فر 

 زاویه بحرانی دوم و فرمول به همراه حل مسئله 

  پدیدهMod conversion 

 ارسال با زاویه کمتر از زاویه بحرانی اول و فرمول به همراه حل مسئله 

 تنایج ارسال با زاویه کمتر 

 ارسال با زاویه بیشتر از زاویه بحرانی دوم و فرمول به همراه حل مسئله 

  های مختلف به همراه حل مسئلهزاویه شکست در محیطبدست آوردن 

 جلسه سوم

 های مختلفترنسدیوسر 

 تولید امواج اولتراسونیک 



 

 تولید امواج اولتراسونیک با پیزوالکتریک 

 چگونگی تولید ترانسدیوسرهای مصنوعی 

 دمای کوری 

 های ترانسدیوسرهای مصنوعیخواص و مزیت 

 های پیزوالکتریک شناخت کریستالpiezoelectric 

  کریستال کوارتزQUARTZ 

 مزایای کریستال کوارتز 

 معایب کریستال کوارتز 

  شناخت لیتیم سولفاتLITHIUM SULPHATE 

 لیتیم سولفات مزایا 

 لیتیم سولفات معایب 

  شناخت باریم تیتاناتbarium titanate 

 باریم تیتانات مزایا 

 باریم تیتانات معایب 

  شناختLead zirconat titanate 

 ا مزای Lead zirconat titanate 

  شناخت پلیمرpolyvinil chloride 

  مزایاpolyvinil chloride 

 پروب چیست 

 های تست اولتراسونیکانواع پروب 

 انواع اتصالات کابلی 

  فرمول و حل مسئلهشیوه پیدا کردن برش مناسب برای کریستال به همراه 

 پروب نرمال 

 شماتیک و اجزا پروب نرمال 

  ایزاویهپروب 

 ایشماتیک و اجزا پروب زاویه 

 Perspex Wedge  

 Probe Shoe  

 دلیل استفاده از پرسپکس 

 مزایای استفاده از پروب نرمال 



 

 معایب استفاده از پروب نرمال 

 جلسه چهارم

 محورهای موجود در دستگاه اولتراسونیک 

 محور افقی 

 محور عمودی 

 های مربوطهصوت و فرمول 

 ول آنآشنایی با دسیبل و فرم 

 روش استفاده از دسیبل 

 دسیبل در دستگاه اولتراسونیک 

 تاثیر افزایش و کاهش دسیبل در دستگاه 

 ( پدیده تضعیفAttenuation) 

 دلایل تضعیف 

 Geometrical Spreading و عوامل آن 

 اثرات تداخل 

 واگرایی پرتوی صوتی به همراه حل مسئله 

 دسته موج فراصوتی و انواع میدان آن 

 به همراه فرمول و حل مسئله میدان نزدیک 

 میدان دور 

 محدوده انتقال 

 Scattering 

 Absorption 

 محاسبه قطر دسته پرتو 

 محاسبه منطقه تحت پوشش دسته پرتو 

 جلسه پنجم

 Scattering چیست 

 عوامل تاثیر گزار در آن 

  مقایسهScattering به صورت تصویری 

 Absorption چیست 

 عوامل تاثیر گزار در آن 



 

 زه گیری واحد انداAttenuation 

  بررسی جدولAttenuation 

 های اولتراسونیکروش 

  روشThrough Transmitter 

  مزایاThrough Transmitter 

  معایبThrough Transmitter 

  شماتیک روشThrough Transmitter 

  روشPulse Echo 

  برتری روشPulse Echo 

  اساس کار روشPulse Echo 

  مزایای روشPulse Echo 

  معایب روشPulse Echo 

 PRF چیست 

  دلایل وابستگی روشPulse Echo به جهت عیب 

  نکات تکمیلی روشPulse Echo 

 انواع پالس 

  پالس مطلوب برای روشPulse Echo 

  اثرDamping 

  دلایل استفاده ازDamper 

 عوامل تاثیر گذار در پهنا یک پالس 

 انرژی بیشتر پالس الکتریکی اولیه 

 ر پالس صوتیها دتعداد نوسان 

 کریستال ضخیم تر 

  تاثیر پهنای پالس صوتی برResolution 

  شناخت و مقایسهResolution خوب و بد 

  روشImmersion 

  ساز و کار روشImmersion 

  دلایل استفاده از روشImmersion 

  مزایا روشImmersion 

  معایب روشImmersion 



 

  روشTransmission With Reflection 

  ساز و کار روشTransmission With Reflection 

  مزایاTransmission With Reflection 

  روشResonance 

 جلسه ششم

  کاتدیلوله اشعه 

  کاتدیشماتیک و اجزای لوله اشعه 

  کاتدیشیوه کار لوله اشعه 

  اکو –سیستم پالس 

  اکو –اجزای سیستم پالس 

  اکو –ساز و کار سیستم پالس 

 فشار صوت به همراه فرمول 

  صوت به همواه فرمولشدت 

 نحوه نمایش تصاویر در التراسونیک 

  نمایA-Scan 

  محور عمود در نمایA-Scan 

  محور افق در نمایA-Scan 

  نمایB-Scan 

  نمایC-Scan 

  نمایD-Scan 

 مقایسه نقاط قوت و ضعف هر کدام از نماها 

 کالیبراسیون 

 دلیل انجام کالیبراسیون 

 انواع کالیبراسیون 

  مسافتکالیبراسیون 

 کالیبراسیون حساسیت 

 بلوک های کالیبراسیون و مرجع 

 بازتاب دهنده های داخل بلوک ها 

  بازتاب دهندهBack wall 



 

 بازتاب دهنده سوراخ کناری 

 بازتاب دهنده سوراخ زیرین کف تخت 

  بازتاب دهندهNotch 

  بازتاب دهندهCurve 

  بلوک کالیبراسیونV1 

  شماتیک بلوک کالیبراسیونV1 

  ک کالیبراسیون اجزا بلوV1 

  کاربرد بلوک کالیبراسیونV1 

  بلوک کالیبراسیونV2 

  شماتیک بلوک کالیبراسیونV2 

  اجزا بلوک کالیبراسیونV2 

  کاربرد بلوک کالیبراسیونV2 

  بلوک مرجعASME DAC 

  شماتیک بلوک مرجعASME DAC 

  اجزا بلوک مرجعASME DAC 

  کاربرد بلوک مرجعASME DAC 

  بلوکArea Amplitude 

  شماتیک بلوک مرجعArea Amplitude 

  اجزا بلوک مرجعArea Amplitude 

  کاربرد بلوک مرجعArea Amplitude 

 کاربردهای پروب نرمال 

 انتخاب رنج مناسب برای پروب نرمال 

 آشنایی با کلیدهای اصلی دستگاه التراسونیک 

  کلیدRange 

  کارایی کلیدRange 

  کلیدD-Delay 

  کارایی کلیدD-Delay 

  کلیدP-Delay 

  کارایی کلیدP-Delay 

  کلیدVelocity 



 

  کارایی کلیدVelocity 

  کلیدGain 

  کارایی کلیدGain 

  کلیدGate 

  کارایی کلیدGate 

 جلسه هفتم

 کالیبره کردن ضخامت 

  انتخاب رنجRange صحیح 

 بلوک کالیبراسیون 

 چگونگی انتخاب بلوک کالیبراسون برای کالیبره کردن در رنج خاص 

 مراحل کالیبره کرد 

 تعیین رنج 

 تعیین سرعت صوت 

  تعیینD-Dlay 

  تعیینP-Delay 

 چگونگی تغیر و استفاده از سرعت صوت 

  چگونگی تغیر و استفاده ازD-Delay 

  چگونگی تغیر و استفاده ازP-Delay 

  گیتGate و کارایی آن 

  چگونگی استفاده از گیتGate 

  چگونگی استفاده از بلوکV1  کالیبراسیونبرای 

  چگونگی استفاده از بلوکV2 برای کالیبراسیون 

 جلسه هشتم

 حل مسئله مرتبط با پروب نرمال 

 کالیبراسیون با یک جنس و انجام تست با جنس دیگر 

 مسئله مربوطه 

 کالیبراسیون صحت سلامت دستگاه 

 Amplitude Control Linearity 

  دلیل انجامAmplitude Control Linearity 



 

 عملکرد  چگونگیAmplitude Control Linearity 

 Screen Height Linearity 

  دلیل انجامScreen Height Linearity 

 عملکرد  چگونگیScreen Height Linearity 

 Time Base Linearity 

  دلیل انجامTime Base Linearity 

 عملکرد  چگونگیTime Base Linearity 

 استفاده از پروب نرمال 

 رمال برای ضخامت سنجیاستفاده پروب ن 

 چگونگی ایجاد و تغیر اکو در مقابل عیوب و ناپیوستگی ها 

 برای یافتن عیوب )تورق( استفاده پروب نرمال 

 پروب زاویه ای 

 کاربردها 

 تست جوش 

 های فرآیند تولید یا سرویسبرسی ناپیوستگی 

 جلسه نهم

 آموزش دستگاه التراسونیک، پارامترها و کلیدهای آن 

 کلید کانفیگ (Configuration) 

 پارامتر ( زاویهProbe Angle) 

  پارامترK- Value 

  پارامترX- Value 

  پارامترThickness 

  پارامترPower 

  پارامترDamp 

  پارامترDual or Single 

  پارامترPRF 

  پارامترTime 

  پارامترDate 

  پارامترBrightness 



 

 علامت های روی صفحه 

 فلش افقی 

 فلش عمودی 

 فلش اریب 

  کلیدBasic 

  پارامترGain 

  پارامترStep 

  پارامترVelocity 

  پارامترDelay 

  پارامترP-Delay  یاP-Zero 

  پارامترReject 

 شیوه اتصال کابل 

 پروب نرمال 

 اتصال پروب نرمال 

 اعداد روی پروب نرمال 

 ( کوپلنتCouplet) 

 انواع کوپلنت 

 کالیبراسیون مسافت 

 انتخاب رنج مناسب 

  روی المان های دستگاهتغیرات مورد نیاز بر 

 چگونگی استفاده از پروب نرمال 

 چگونگی استفاده از ( گیتGate) 

  تغیرP-zero  و تغیرVelocity برای کالیبراسیون 

 ضخامت سنجی با استفاده از پروب نرمال 

  استفاده ازDrilled Hole Side   1بلوکV  برای تعیینDead Zone 

 منسبت بین سرعت صوت در فولاد و آلومینی 

 کالیبرایسون برای آلومینیم 

 ضخامت سنجی آلومینیم 

  پیدا کردB-Scan  وC-Scan 



 

 جلسه دهم

 ونیبراسیکال Amplitude Control Linearity 

 ونیبراسیکال Screen Height Linearity 

 ونیبراسیکال Time Base Linearity 

 جلسه یازدهم

 ایپروب زاویه 

 ایمسائل پروب زاویه 

  ایزاویهاستفاده از پروب 

  یافتن نقطهIndex 

 اییافتن زاویه پروب زاویه 

 ایکالیبراسیون دستگاه اولتراسونیک برای پروب زاویه 

 ایچگونگی استفاده از پروب زاویه 

 یاد آوری Half Skip 

 Half Skip Distance 

 Full Skip 

 Full Skip Distance 

  فاکتورs بر روی مانیتور دستگاه 

 چگونگی یافتن عمق عیب 

 گونگی یافتن فاصله افقی پروب تا عیبچ 

 حل مسئله 

  پیدا کردن عمق درLeg های مختلف 

  پیدا کردن نقطهIndex 

 ایکالیبره کردن با پروب زاویه 

 هاپیدا کردن ناپیوستگی 

  بلوکDAC 

  نمودارDAC 

  اعداد مورد نیاز برای نمودارDAC 

  استفاده از بلوکDAC 

  کشیدن نمودارDAC با استفاده از دستگاه 



 

 جلسه دوازدهم

 مباحث تئوری کالیبراسیون حساسیت 

 کالیبراسیون حساسیت دلایل 

 چگونگی کالیبراسیون حساسیت 

  معرفی استاندار ASME 

  رسم منحنی DAC 

 DAC  در جوش Plate 

  بلوک DAC-PLATE 

 DAC در جوش Pipe 

  بلوکDAC-PIPE 

  محاسبات مورد نیاز برای رسم نمودارDAC 

 گونگی کشیدن نمودار چDAC  با استفاده از بلوکPlate 

  چگونگی کشیدن نمودارDAC  با استفاده از بلوکPipe 

  دلایل استفاده از نمودارDAC 

 جلسه سیزدهم

  بلوکDAC-Pipe 

  رفتار صوت درون بلوکDAC-Pipe 

  ساز و کار بلوکDAC-Pipe 

  استفاده از بلوکDAC-Pipe 

  کشیدن نمودارDAC  از با استفادهDAC-Pipe 

 جلسه چهاردهم

  استانداردAWS 

  چگونگی تنظیم دستگاه برای استانداردAWS 

  کشیدن نمودارAWS 

  چگونگی استفاده از نمودارAWS 

  مثال مربوط به نمودارAWS 

 پیشنیاز تست قطعه 

 علائم مورد نیاز روی دستگاه برای تشخیص ناپیوستگی 



 

  تفسیرInterpretation 

 عوامل مهم در تفسیر 

 شناخت فرآیند تولید یا سرویس 

 محل ناپیوستگی 

 ادتفاع اکو ناشی از ناپیوستگی 

 استاتیک اکو و انواع آن 

 اکو صاف و تکی 

 اکو تکی و شاخه ای 

 اکو چند شاخه 

 دینامیک اکو 

  ارزیابیEvaluation 

 تفسیر 

 ارتفاع اکو 

 طول ناپیوستگی 

 جلسه پانزدهم

 نحوه اسکن و انواع آن 

  اسکن عمودیTransverse 

  اسکن جانبیLateral 

  اسکن دورانیOrbital 

  اسکن چرخشیRotation 

 دینامک اکو در مقابل ناپیوستگی ها 

  داینامیک ناپیوستگی حجمی در اسکن عمودیTransverse 

  داینامیک ناپیوستگی حجمی در اسکن جانبیLateral 

  داینامیک ناپیوستگی حجمی در اسکن دورانیOrbital 

 می در اسکن چرخشی داینامیک ناپیوستگی حجRotation 

 ناپیوستگی صفحه ای عمود بر دسته پرتو 

  داینامیک ناپیوستگی صفحه ای عمود بر دسته پرتو در اسکن عمودیTransverse 

  داینامیک ناپیوستگی صفحه ای عمود بر دسته پرتو در اسکن جانبیLateral 

  داینامیک ناپیوستگی صفحه ای عمود بر دسته پرتو در اسکن دورانیOrbital 



 

  داینامیک ناپیوستگی صفحه ای عمود بر دسته پرتو در اسکن چرخشیRotation 

 ناپیوستگی چند صفحه ای عمود بر دسته پرتو 

  داینامیک چند ناپیوستگی صفحه ای عمود بر دسته پرتو در اسکن عمودیTransverse 

 یک چند ناپیوستگی صفحه ای عمود بر دسته پرتو در اسکن جانبی داینامLateral 

  داینامیک چند ناپیوستگی صفحه ای عمود بر دسته پرتو در اسکن دورانیOrbital 

  داینامیک چند ناپیوستگی صفحه ای عمود بر دسته پرتو در اسکن چرخشیRotation 

 ناپیوستگی چند صفحه ای غیر عمود بر دسته پرتو 

  داینامیک چند ناپیوستگی صفحه ای غیر عمود بر دسته پرتو در اسکن عمودیTransverse 

  داینامیک چند ناپیوستگی صفحه ای غیر عمود بر دسته پرتو در اسکن جانبیLateral 

  داینامیک چند ناپیوستگی صفحه ای غیر عمود بر دسته پرتو در اسکن دورانیOrbital 

 ای غیر عمود بر دسته پرتو در اسکن چرخشی  داینامیک چند ناپیوستگی صفحهRotation 

 جلسه شانزدهم

 یوستگیناپ SW-LOF 

 یوستگیاسکن ناپ وهیش SW-LOF 

 یوستگیناپ LOF 

 یوستگیاسکن ناپ وهیش SW-LOF 

 یوستگیناپ Slag 

 یوستگیاسکن ناپ وهیش Slag 

 یوستگیناپ Porosity 

 یوستگیاسکن ناپ وهیش Porosity 

 موجود در گرده جوش یها یوستگیناپ 

 موجود در گرده جوش یها یوستگیاسکن ناپ وهیش 

 جوش شهیموجود در ر یها یوستگیناپ 

 جوش شهیموجود در ر یها یوستگیاسکن ناپ وهیش  

 شهینفوذ جوش از ر یوستگیناپ 

 جوش شهیموجود در ر یها یوستگیناپ 

 جوش شهیموجود در ر یها یوستگیاسکن ناپ وهیش 

 یوستگیناپ Root LOF 

 یوستگیاسکن ناپ وهیش Root LOF 



 

 یخط یعدم همتراز  یوستگیناپ Linear Miss Alignments  

 یخط یعدم همتراز  یوستگیاسکن ناپ وهیش Linear Miss Alignments  

 یوستگیناپ Under Cut 

 یوستگیاسکن ناپ وهیش Under Cut 

 یوستگیناپ Burn Through 

 یوستگیاسکن ناپ وهیش Burn Through 

 یوستگیناپ Root Concavity 

 یوستگیاسکن ناپ وهیش Root Concavity 

 جلسه هفدهم 

 نحوه انتخاب پروب 

 انتخاب فرکانس مناسب 

 فرکانس مناسب بر اساس جنس قطعه 

 فرکانس مناسب بر اساس هندسه قطعه 

 انتخاب زاویه مناسب 

 زاویه مناسب بر اساس هندسه قطعه 

 اسکن در قطعه زاویه مناسب بر اساس محل مورد اسکن و عمق مورد 

 زاویه مناسب برای ریشه جوش 

 زاویه مناسب برای گرده جوش 

 زاویه مناسب برای برای میانه جوش 

 چگونگی انتخاب انواع ابعاد کریستال 

 هجدهمجلسه 

 وبیع یر یاندازه گ یروش ها 

 6 روش dB-Drop 

 6روش  اصول dB-Drop 

 6انجام روش  وهیش dB-Drop 

 20 روش dB-Drop 

 20روش  اصول dB-Drop 

 20انجام روش  وهیش dB-Drop 

 یوستگیناپ یر یاندازه گ لیدلا 



 

 روش Maximum Amplitude 

 اصول Maximum Amplitude 

 انجام یچگونگ  Maximum Amplitude 

 روش DGS 

 اصول DGS 

 یمنحن DGS 

 انجام یچگونگ DGS 

 کیآزمون التراسون یلیتکم نکات  



 

 )تفسیر فیلم رادیوگرافی( فصل پنجم

 جلسه اول

 تفسیر فیلم رادیو گرافی 

 معرفی آزمون رادیوگرافی 

 مقایسه روش رادیوگرافی با التراسونیک 

 اساس تفسیر فیلم رادیوگرافی 

 ایمنی در آزمون رادیوگرافی 

 منابع تولید اشعه رادیواکتیو 

 عنصر رادیوم 

 مزایای عنصر رادیوم 

 معایب عنصر رادیوم 

 چشمه های رادیو اکتیو مصنوعی 

 اکتیویته 

 اکتیویته ویژه 

 نشر پرتو گاما ویژه 

 رادیو ایزوتوپ های تولید کننده اشعه گاما 

 سزیم 

 کبالت 

 ایریدیوم 

 تالیوم 

 سلنیم 

 ایتریبیوم 

  مزایای پرتو گاما نسبت به پرتوX 

  معایب پرتو گاما نسبت به پرتوX 

 جلسه دوم

 منابع تابش اشعه رادیویی 

 مباحث اولیه اشعه رادیویی 

 ساختار اتم 



 

 بور مدل اتمی 

 بررسی الکترون، پروتون و نوترون و مقایسه آن ها 

  الزامات تولید پرتوX 

  تیوب اشعهX 

 کاتد 

 چگونگی تولید الکترون مورد نیاز 

 سرعت الکترون ها و تاثیر آن 

 آند 

 ( تارگتTarget) 

 چگونگی برخورد الکترون ها با تارگت 

 قانون برمشتر لانگ 

 دریچه برلیومی 

  طیف پرتوX 

 ( حد کوانتومQuantum Limit) 

  فرمولDuane-Hunt 

 شدت پرتو 

  انرژی طول موج معینی از پرتوX 

  تاثیر افزایش و کاهشKV  بر طیف پرتوX 

 KV مورد نیاز بر حسب جنس و ظخامت قطعه 

  تاثیر افزایش و کاهش آمپر بر طیف پرتوX 

 جلسه سوم

 اشعه گاما 

 چشمه های رادیواکتیو 

 ( رادیواکتیویتهRadio Activity) 

  پرتو هایα ، β  وγ و مقایسه آن ها 

 ساختار اتم 

 ایزوتوپ 

 ایزوتوپ پایدار و ناپایدار 

 رادیو ایزوتوپ ها 



 

 Radioactive Decay 

  ذراتα 

  ذراتβ 

  ذراتγ 

 چشمه های رادیواکتیو طبیعی 

  عملActivation 

 نحوه تولید ایزوتوپ های رادیواکتیو 

 چشمه های رادیواکتیو مصنوعی 

 ( پدیده واپاشیDisintegration) 

 ( نیمه عمرHalf Life) 

 اکتیویته و یا رادیواکتیویته 

 Radioactive Isotope Decay 

  بررسی واپاشی عنصرIridium 192 

 نکات مهم در استفاده از پرتو گاما 

 اکتیویته ویژه 

 رادیو ایزوتوپ های تولید کننده پرتو گاما 

  192ایریدوم 

  60کبالت 

  60و کبالت  192مقایسه ایریدوم 

 مقایسه بین دیگر رادیو ایزوتوپ های تولید کننده پرتو گاما 

  مزایای استفاده از پرتو گاما به جایX 

  معایب استفاده از پرتو گاما به جایX 

 جلسه چهارم

 اساس روش پرتو نگاری 

 ( پراکنشScattering) 

 اثر پراکنش 

  فاکتورBuild Up Factor 

  عوامل دخیل در فاکتورBuild Up Factor 

  روش های کاهشScattering 



 

 فیلتر ها 

 محل قرار گیری فیلترها 

 صفحات فزون ساز سربی 

 اصطلاحات و تعاریف آن ها 

 FFD 

 SFD 

 FOD 

 SOD 

 OFD 

 های رادیوگرافیتکنیک 

 Single wall – Single Image (Film Inside – Source Outside) 

  شماتیک روشSingle wall – Single Image (Film Inside – Source Outside) 

  نکات روشSingle wall – Single Image (Film Inside – Source Outside) 

  مراحل انجامSingle wall – Single Image (Film Inside – Source Outside) 

  چگونگی تفسیر عکس روشSingle wall – Single Image (Film Inside – Source Outside) 

  مزایا و معایب روشSingle wall – Single Image (Film Inside – Source Outside) 

 Single wall – Single Image -Panoramic (Film Outside – Source Inside) 

  شماتیک روشSingle wall – Single Image -Panoramic (Film Outside – Source Inside) 

  نکات روشSingle wall – Single Image -Panoramic (Film Outside – Source Inside) 

  مراحل انجامSingle wall – Single Image -Panoramic (Film Outside – Source Inside) 

  چگونگی تفسیر عکس روشSingle wall – Single Image -Panoramic (Film Outside – Source Inside) 

  مزایا و معایب روشSingle wall – Single Image -Panoramic (Film Outside – Source Inside) 

 Double wall – Single Image (Film Outside – Source Outside) 

  شماتیک روشDouble wall – Single Image (Film Outside – Source Outside) 

  نکات روشDouble wall – Single Image (Film Outside – Source Outside) 

 حل انجام مراDouble wall – Single Image (Film Outside – Source Outside) 

  چگونگی تفسیر عکس روشDouble wall – Single Image (Film Outside – Source Outside) 

  مزایا و معایب روشDouble wall – Single Image (Film Outside – Source Outside) 

 Double wall – Double Image (Film Outside – Source Outside) 

  شماتیک روشDouble wall – Double Image (Film Outside – Source Outside) 



 

  نکات روشDouble wall – Double Image (Film Outside – Source Outside) 

  مراحل انجامDouble wall – Double Image (Film Outside – Source Outside) 

 گونگی تفسیر عکس روش چDouble wall – Double Image (Film Outside – Source Outside) 

  مزایا و معایب روشDouble wall – Double Image (Film Outside – Source Outside) 

 Sandwich Technique 

  شماتیک روشSandwich Technique 

  نکات روشSandwich Technique 

  مراحل انجامSandwich Technique 

  چگونگی تفسیر عکس روشSandwich Technique 

  مزایا و معایب روشSandwich Technique 

 Parallax Or Tube Shift Technique 

  شماتیک روشParallax Or Tube Shift Technique 

  نکات روشParallax Or Tube Shift Technique 

  مراحل انجامParallax Or Tube Shift Technique 

 ی تفسیر عکس روش چگونگParallax Or Tube Shift Technique 

  مزایا و معایب روشParallax Or Tube Shift Technique 

 Fluoroscopy 

  شماتیک روشFluoroscopy 

  نکات روشFluoroscopy 

  مراحل انجامFluoroscopy 

  چگونگی تفسیر عکس روشFluoroscopy 

  مزایا و معایب روشFluoroscopy 

 وگرافیکیفیت در رادی 

 فاکتورهای موثر در کیفیت رادیوگرافی 

 Definition 

  موارد تاثیر گذار درDefinition 

 Contrast 

  موارد تاثیر گذار درContrast 

 نوع فیلم 

 دانسیته فیلم 



 

 قسمت های مختلف فیلم رادیوگرافی 

 Base 

 Subbing 

 Emulsion 

 Super Coat 

 انواع فیلم های رادیوگرافی 

  رادیوگرافیدانه بندی فیلم 

  دسته بندی فیلم ها بر اساس استانداردASME 

  منحنیHurter - Driffield 

 صفحه های فزون ساز سربی 

 انواع صفحه های فزون ساز سربی 

 جلسه پنجم

 یوگرافیراد لمیسازنده ف یاجزا 

 Base و ساختار آن 

 یبرا ازیمورد ن خواص Base 

 Subbing ستیچ 

 و ساختار آن ونیامولوس هیلا 

 و کاربرد آن ستیمحافظ چ هیلا 

 یوگرافیراد یها لمیف انواع 

 بر اساس استاندارد  یگرافیراد لمیمختلف ف سطوحASTM 

 یوگرافیراد لمیمشخصه ف یمنحن یبررس 

 یوگرافیبر سرعت راد تهیاثر دانس یبررس 

 استفاده از آن لیصفحات فزون ساز،ساختار آن و دلا یمعرف 

 لمیف یاشعه بر رو یگزار  ریتاث یچگونگ 

 یمعرف Lead Screens 

 یمعرف Fluorescent Screens 

 استفاده از  لیدلاFluorescent 

 یمعرف Metallic Screens 

 باتیترک Metallic Screens 



 

 استفاده از  لیدلاMetallic Screens 

 آن لیو دلا ستیچ یوضوح هندس عدم 

 از آن یر یجلوگ وهیو ش یعدم وضوح هندس جادیا لیدلا 

 محاسبه عدم وضوح فرمول 

 لمیکردن حداقل فاصله منبع تا قطعه و منبع تا ف دایپ یچگونگ 

 IQI آن یبه همراه انواع و روش ها ستیچ 

 یوگرافیآزمون راد هیاول میمفاه 

 یوگرافیکار راد اساس 

 لمیف یاشعه بر رو یرگذار یتاث یچگونگ 

 یوگرافیروش راد کیشمات 

 جلسه ششم

 جذب و تفرق در رادیوگرافی 

 Scattering چست و دلایل آن 

  روش های ایجادScattering 

  چگونگی جلوگیری و کاهشScattering 

 عیوب جوش در رادیوگرافی 

 چگونگی تفسیر عکس رادیوگرافی 

 بررسی انواع عیوب جوش در فیلم رادیوگرافی 

 جلسه هفتم 

  انواعArtifacts 

 ( خراشFilm Scratches) 

 Reticulation 

 Diffraction Mottle 

 Dust, Lint, Grime Mark 

 Water Mark 

 Crimping Mark 

 Other Artifacts 

 ظهور و ثبوت 

 مراحل ظهور و ثبوت 



 

 Latent Image 

 Processing System 

 Developer 

 Stop bath 

 Fixer 

 Washing 

 Drying 

 آموزشImage Quality Indicator 

  انواعIQI 

  استانداردDIN 

  استانداردBS EN 462-1 

  شماتیک انواعIQI ها 

  استانداردBS 3971 Duplex 

  شیوه به دست آوردن حساسیت از رویIQI 

 هشتمجلسه 

 حساسیت در رادیوگرافی 

  فاکتورDefinition چیست و عوامل تاثیر گذار در آن 

  فاکتورContrast چیست و عوامل تاثیر گذار در آن 

 عوامل تاثیر گذار در حساسیت 

 غیرآنمعرفی دانسیته فیلم و موارد دخیل در ت 

 دلایل عدم وضوح بر روی فیلم رادیوگرافی 

 Process و تاثیر آن بر روی فیلم رادیوگرافی 

 Sharpness و تاثیر آن بر روی فیلم رادیوگرافی 

 Graininess و تاثیر آن بر روی فیلم رادیوگرافی 

  معرفی و توضیحLatitude 

 جدول انتخاب فیلم و استفاده از آن 

 جلسه نهم

 ر عکس رادیوگرافیکارگاه عملی تفسی 

  چگونگی استفاده ازviewer 



 

 چگومگی قرار دادن  فیلم و تفسیر آن 

 بررسی انواع عیوب در عکس رادیوگرافی 

  



 

 )استانداردهای آزمون غیرمخرب( فصل ششم

 (MTاستاندارد ) جلسه اول

 استاندارد ASME SECTION 5 

 ARTICLE 7 - MAGNETIC PARTICLE EXAMINATION 

  بخشSCOPE 

  بخشGENERAL 

  بخشWRITTEN PROCEDURE REQUIREMENTS 

  بخشProcedure Qualification 

  بخشEQUIPMENT 

  بخشEXAMINATION MEDIUM 

  جدول مربوط بهRequirements of a Magnetic Particle Examination Procedure 

  بخشMISCELLANEOUS REQUIREMENTS 

  بخشSURFACE CONDITIONING 

  بخشPreparation 

  بخشNonmagnetic Surface Contrast Enhancement 

  بخشTECHNIQUES 

  بخشPROD TECHNIQUE 

  بخشLONGITUDINAL MAGNETIZATION TECHNIQUE 

  بخشMagnetizing Procedure 

  بخشMagnetic Field Strength 

  بخشCIRCULAR MAGNETIZATION TECHNIQUE 

  بخشDirect Contact Technique 

 (MTجلسه دوم )استاندارد 

  بخشCentral Conductor Technique 

  بخشYOKE TECHNIQUE 

  بخشMULTIDIRECTIONAL MAGNETIZATION TECHNIQUE 

  بخشMagnetizing Procedure 

  بخشMagnetic Field Strength 



 

  بخشCALIBRATION 

  بخشFREQUENCY OF CALIBRATION 

  بخشMagnetizing Equipment 

  بخشLight Meters 

  بخشLIFTING POWER OF YOKES 

 (MTجلسه سوم )استاندارد 

  بخشGAUSSMETERS 

 بخش  MAGNETIC FIELD ADEQUACY AND DIRECTION 

  بخشApplication 

  بخشMagnetic Field Adequacy 

  بخشMagnetic Field Direction 

  بخشWET PARTICLE CONCENTRATION AND CONTAMINATION 

  بخشConcentration 

  بخشSettling Volumes 

  بخشContamination 

  بخشSYSTEM PERFORMANCE OF HORIZONTAL UNITS 

  بخشEXAMINATION 

  بخشPRELIMINARY EXAMINATION 

  بخشDIRECTION OF MAGNETIZATION 

  بخشMETHOD OF EXAMINATION 

  بخشEXAMINATION COVERAGE 

  بخشRECTIFIED CURRENT 

  بخشEXCESS PARTICLE REMOVAL 

  بخشINTERPRETATION 

  بخشVisible (Color Contrast) Magnetic Particles 

  بخشFluorescent Magnetic Particles 

  بخشDEMAGNETIZATION 

  بخشPOST-EXAMINATION CLEANING 

  بخشEVALUATION 



 

  بخشDOCUMENTATION 

  بخشMULTIDIRECTIONAL MAGNETIZATION TECHNIQUE SKETCH 

  بخشRECORDING OF INDICATIONS 

  بخشNonrejectable Indications 

  بخشRejectable Indications 

  بخشEXAMINATION RECORDS 

 MANDATORY APPENDIX 1 

 MANDATORY APPENDIX 3 

 MANDATORY APPENDIX 4 

 MANDATORY APPENDIX 5 

 NONMANDATORY APPENDIX A 

 Standard Guide for Magnetic Particle Testing 

 (PTجلسه چهارم )استاندارد 

 استاندارد  ASME SECTION 5 

 ARTICLE 6 - PENETRANT EXAMINATION 

  2017تغیرات نسبت به 

 بخش SCOP 

 بخش GENERAL 

 بخش WRITTEN PROCEDURE REQUIREMENTS 

  جدول مربوط بهRequirements of a Liquid Penetrant Examination Procedure 

  بخشEQUIPMENT 

 بخش  MISCELLANEOUS REQUIREMENTS 

 بخش CONTROL OF CONTAMINANTS 

 بخش SURFACE PREPERATION 

  بخشDRYING AFTER PREPARATION 

  بخشTECHNIQUE 

  بخشTECHNIQUES FOR STANDARD TEMPERATURES 

  بخشTECHNIQUES FOR NONSTANDARD TEMPERATURES 

  بخشTECHNIQUE RESTRICTIONS 



 

  بخشCALIBRATION 

  بخشEXAMINATION 

  بخشPENETRANT APPLICATION 

  بخشPENETRATION (DWELL) TIME 

  بخشEXCESS PENETRANT REMOVAL 

  بخشWater-Washable Penetrants 

  بخشPost-Emulsification Penetrants 

  بخشSolvent Removable Penetrants 

  بخشDRYING AFTER EXCESS PENETRANT REMOVAL 

  بخشDEVELOPING 

  بخشDry Developer Application 

  بخشWet Developer Application 

  بخشDeveloping Time 

 (PTپنجم )استاندارد جلسه 

  بخشINTERPRETATION 

  بخشCharacterizing Indication 

  بخشColor Contrast Penetrants 

  بخشFluorescent Penetrants 

  بخشPOST-EXAMINATION CLEANING 

  بخشEVALUATION 

  بخشDOCUMENTATION 

  بخشRECORDING OF INDICATIONS 

  بخشEXAMINATION RECORDS 

 MANDATORY APPENDIX 2 

 MANDATORY APPENDIX 3 

 استاندارد ASME SECTION 8 

  بخشSCOPE 

  بخشCERTIFICATION OF COMPETENCY OF NONDESTRUCTIVE EXAMINATION PERSONNEL 

  بخشEVALUATION OF INDICATIONS 



 

  بخشACCEPTANCE STANDARDS 

  بخشREPAIR REQUIREMENTS 

  استانداردAWS 

  حد پذیرش عیوب بر اساس استانداردAWS 

  دسته بندی عیوب بر اساس استانداردAWS 

  چگونگی اندازه گیری عیوب بر اساس استانداردAWS 

 ( چگونگی نوشتن و پرکردن برگه خبرREPORT) 

 (RT)استاندارد  جلسه ششم

  استانداردASME SECTION 5  

 ARTICLE2 RADIOGRAPHIC EXAMINATION 

 یوگرافیاستاندارد آزمون راد یبررس 

 یبررس APPENDIX ها 

 وبیانواع ع یها برا رشیحد پذ یبررس 

 نوشتن برگه  یچگونگReport 

 (UTجلسه هفتم )استاندارد 

 استاندارد ASME SECTION 5 

 ARTICLE 4 ULTRASONIC EXAMINATION METHODS FOR WELDS 

  بخشSCOPE 

  بخشGENERAL 

  بخشWRITTEN PROCEDURE REQUIREMENTS 

  بخشProcedure Qualification 

  بخشEQUIPMENT 

  بخشINSTRUMENT REQUIREMENTS 

  بخشSEARCH UNITS 

  جدولRequirements of an Ultrasonic Examination Procedure 

  بخشGeneral 

  بخشContact Wedges 

  بخشWeld Metal Overlay Cladding – Search Unit 

  بخشCOUPLANT 



 

  بخشCALIBRATION BLOCKS 

  شکلFigure T-434.1.7.2 

  شکلFigure T-434.2.1 

  شکلFigure T-434.3-1 

  شکلFigure T-434.3-2 

  شکلFigure T-434.4.1 

  شکلFigure T-434.4.2.1 

  شکلFigure T-434.4.2.2 

  شکلFigure T-434.4.3 

  شکلFigure T-434.5.1 

  بخشMISCELLANEOUS REQUIREMENTS 

  بخشIDENTIFICATION OF WELD EXAMINATION AREAS 

 (UTهشتم )استاندارد جلسه 

  ادامه استانداردUT 

  بخشTECHNIQUES 

  بخشCOARSE GRAIN MATERIALS 

  بخشCOMPUTERIZED IMAGING TECHNIQUES 

  بخشSCANNING TECHNIQUES 

  بخشCALIBRATION 

 خش بINSTRUMENT LINEARITY CHECKS 

  بخشGENERAL CALIBRATION REQUIREMENTS 

  بخشCALIBRATION FOR NONPIPING 

  بخشCALIBRATION FOR PIPING 

  بخشCALIBRATION FOR WELD METAL OVERLAY CLADDING 

  بخشCALIBRATION FOR NOZZLE SIDE WELD FUSION ZONE AND/OR ADJACENT NOZZLE PARENT 

METAL 

  بخشCALIBRATION CONFIRMATION 

  بخشEXAMINATION 

  بخشGENERAL EXAMINATION REQUIREMENTS 



 

  بخشWELD JOINT DISTANCE–AMPLITUDE TECHNIQUE 

  بخشWELD METAL OVERLAY CLADDING TECHNIQUES 

  بخشNONDISTANCE–AMPLITUDE TECHNIQUES 

  بخشNOZZLE SIDE WELD FUSION ZONE AND/ OR ADJACENT NOZZLE PARENT METAL 

  بخشPOST-EXAMINATION CLEANING 

  بخشEVALUATION 

  بخشGENERAL 

  بخشEVALUATION LEVEL 

  بخشEVALUATION OF LAMINAR REFLECTORS 

  بخشALTERNATIVE EVALUATIONS 

  بخشDOCUMENTATION 

  بخشRECORDING INDICATIONS 

  بخشEXAMINATION RECORDS 

  بخشREPORT 
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